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2-Tages-Seminar und Tutorial
Leiterplatten 7
...vom CAD-Design zur Baugruppe
Strategien für die Konstruktion eines CAD-Designs. 
Designregeln für das Placement und das Routing 
elektronischer Komponenten. Technologien für die 
Bestückung und die Montage von Baugruppen. 
Interaktionen zwischen CAD-Design, Leiterplatten-
fertigung und Baugruppenproduktion.
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Wer wird mit dem Seminar/Tutorial "Leiterplatten 7 …vom CAD-
Design zur Baugruppe" angesprochen ?

Die Möglichkeiten der Leiterplattentechnologie bestimmen die Freiräume 
bei der Konstruktion von CAD-Layouts und die langfristige zuverlässige 
Funktion von Baugruppen in Fahrzeugen, Anlagen und Maschinen.
Die Leiterplattentechnologie steht im Zentrum, ist aber verknüpft mit der 
Konstruktion des CAD-Layoutes und der Produktion von Baugruppen.
Durch die Einbindung der Baugruppentechnologie ergibt sich ein gesamt-
heitliches Blick auf die Anforderungen an elektronische Baugruppen.

Die Konstrukteure elektronischer Schaltungen und die CAD-Designer 
und CAD-Designerinnen erkennen die Zusammenhänge zwischen der 
virtuellen CAD-Konstruktion und der Auswirkung auf die reale Produktion 
und Funktion von elektronischen Geräten. Die Teilnehmer lernen, vor 
dem Hintergrund gegebener Produktionstoleranzen die Vorgaben für die 
Routing-Constraints in der CAD-Bibliothek richtig zu hinterlegen. 

"Leiterplatten 7 …vom CAD-Design zur Baugruppe" erläutert 
anschaulich die Leiterplattentechnologie und ihren nachhaltigen Einfluß
auf die Konzeptionierung einer Baugruppe.
Sie lernen alle Fertigungsverfahren kennen, die für die Produktion elek-
tronischer Baugruppen erforderlich sind. Die fachgerechte Analyse der 
Produktdokumentation und der Produktionsdaten erlaubt die verbindliche 
Einschätzung der Produzierbarkeit eines CAD-Designs.
Sie erlangen eine interdisziplinäre Kompetenz, die sie in den Stand ver-
setzt, eigenständig über die Konstruktion wirtschaftlich effektiver und vor-
hersagbar zuverlässiger Elektronikprodukte entscheiden zu können.

Das Seminar ist auch für CAM-Bearbeiter/innen der LP-Hersteller von 
Bedeutung, weil es die Zusammenhänge zwischen CAD und Leiterplatte 
erläutert. Es fördert damit auch das partnerschaftliche Miteinander auf 
der Linie "CAD - CAM - Leiterplatte - Baugruppe".

Die übersichtliche Darstellung der Themen ist ebenso interessant für alle 
Entscheidungsträger im Bereich Design und Leiterplatte, deren Auf-
gabe es ist, das Produkt "Baugruppe" führend und beratend zu begleiten.
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Klassifizierung von Baugruppen

Eine Übersicht zu den Strategien für 
die Montage elektronischer Kompo-
nenten auf einer Leiterplatte.
Löten, Bonden und Einpressen als 
prinzipielle Verfahren.
Wechselwirkungen zwischen den 
Basismaterialien, den Lagenauf-
bauten und der Montagetechnik.

Baugruppen

Anwendungen von starren, flexiblen 
und starrflexiblen Leiterplatten bzw. 
Baugruppen für diverse Geräte-
konzepte.
Flexible Leiterplatten als diskrete 
Übertragungsleitungen und als 
Quasi-Verbindungskabel für die 
Geräteverkabelung.

CAM

Anforderungen an die CAM-
Bearbeitung von Daten aus dem 
CAD-Postprozeß.
Design-Rule-Check und Prüfung auf 
Vollständigkeit der Dokumentation.
Ergänzung fehlender Informationen 
und Daten für die fachgerechte 
Produktion von Leiterplatten.
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Bohrklassen

Erläuterung der unterschiedlichen 
Bohrklassen und Bohrtypen, die bei 
der Konstruktion einer Baugruppe 
eingesetzt werden können.
Justagebohrungen für die Montage 
im Gehäuse, Verdrehschutz für die 
Bestückung. Varianten für dk- sowie 
Blind- und Buried Vias.

Padstacks

Padstacks als elementare Vorgabe 
für geometrische Ausprägung von 
Vias und Lötflächen.
"Design for Manufacturing" auf 
Bibliotheksniveau für ein fertigungs-
gerechtes und kostenoptimiertes 
CAD-Layout aus der Perspektive 
der Elektronikfertigung.

CAD-Bibliothek

Allgemeine Regeln für die Anlage 
von Bauteilen in der Bibliothek von 
CAD-Systemen.
Routing-Constraints mit Beachtung 
der Vorgaben für eine problemfreie 
Bestückung der Baugruppe.
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Baugruppen

THT- und SMT-Baugruppen.
Strategien für die Bestückung. 
Auswirkungen der Misch- und 
doppelseitigen Bestückung auf die
langfristige Qualität der Leiterplatte.
Bauelementetrends für passive und 
aktive Bauelemente. Handling und 
Fehlermechanismen.
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Allgemeine Bauformen

THD und SMD-Komponenten.
Gehäuseformen und Abmaße für 
elektronische und mechanische 
Bauteile. Standardisierte Grund-
flächen. Routingempfehlungen.
Rastermaße und (Pitch) Pinab-
stände für alle gängigen Kompo-
nenten.

Logistik

Einblick in die Komplexität des 
Fertigungsprozesses von Leiter-
platten und Baugruppen.
Informationen zur Individualität der 
Produktionsabläufe mit unterschied-
licher technischer Anforderung. 
Dokumentation von Fertigungsver-
fahren.
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2-polige Bauformen

Quaderförmige Grundformen und 
Bezeichnungssystematik für 2-
polige SMD-Bauelemente.
Handling und Logistik von Kompo-
nenten. 

Spezielle Bauformen

Zylinderförmige Bauformen für die 
senkrechte Montage (Elektrolytkon-
densatoren) oder für die horizontale 
Montage (Dioden).

Informationen zum Aufbau und zur 
Fertigung von Bauelementen.

Geometrien

Allgemeine Analysen zur expliziten 
Berechenbarkeit von Geometrien 
auf Leiterplatten.

Zerlegung des Leiterbildes auf 
elementare geometrische Grund-
formen.
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Chemie von Basismaterial

Grundstoffe für die Produktion von 
FR4-Material. Harzsysteme und 
Härter.
Chemische Substrate für den Auf-
bau von Basismaterialien.

Verarbeitbarkeit von Baugruppen.

Basismaterial

Basismaterialien für starre, flexible 
und starrflexible ein- und doppel-
seitige Leiterplatten bis hin zu hoch-
lagigen Multilayern. 
Eine Übersicht zu diversen Sonder-
materialien.
Basisinformationen zu Füllstoffen, 
Harzen und Trägergeweben.

Lagenaufbau

Dokumentation der Basismaterialien 
und der Aufbaustrategie für ein- und 
doppelseitige Leiterplatten und 
Multilayer.

Vorgaben für die zuverlässige 
Produzierbarkeit von Baugruppen.
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BGA-Pads

Ermittlung der Funktionsfläche von 
BGA-Pads unter Berücksichtigung 
der Funktionsfläche nach dem 
Unterätzen des Leiterbildes.
Mindestabstände zwischen den 
Pads von BGAs.
Querschnittsgeometrien als Maß für 
eine Zuverlässigkeitsanalyse.

Baugruppenproduktion

Galvanische und Chemische Ober-
flächen für das Löten elektronischer 
Baugruppen.
Lötmetallurgie, Lötoberflächen, Löt-
wärmebelastung und -beständigkeit 
von Leiterplatten und Bauelement-
en. Prozeßgrenzen, Lötverfahren 
und Lötprofile (Reflow, Selektiv, 
Welle). Rework von Baugruppen.

Paddefinitionen

Vorgaben und Regeln für die Geo-
metrie von Lötflächen im Padstack 
der CAD-Bibliothek.
Praktische Berechnung von Rest-
ringen für das Löten von THT-Bau-
teilen auf der Basis der Toleranz-
raumbetrachtung.
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Konstruktionsregeln für BGAs

Allgemeine Designprinzipien.
Elementare Geometrien für die 
Konstruktion der BGA-Padstacks in 
der Bibliothek des CAD-Systems.
Berechnung von Paddurchmesser, 
Sicherheitsabstand, Fan-Out-Via, 
Viadurchmesser und Leiterbahn-
breite.

Funktionsfläche

Die Abhängigkeit der Funktions-
fläche vom Produktionsprozeß der
Leiterplatte als entscheidende 
Größe für die verbindliche Vorher-
sage eines qualitativ hochwertigen 
Lötprozesses.
Die Rückätzung als Maß für die 
Qualität einer Leiterplatte.

Konstruktionsregeln  für VIPs

Kalkulation der Geometrien für ein 
spezielles Routing im CAD-Layout. 
Berechnung von Abständen, Vias 
und Lötflächen für die Routing-
strategie mit VIPs (i.e. ViasInPads).
Erläuternde Beispielrechnungen 
und Übungsaufgaben für das 
Selbststudium.
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Bestückungsnutzen

Die Nutzengestaltung unter dem 
Gesichtspunkt einer effektiven und 
kostenoptimierten Produktion von 
Leiterplatten und Baugruppen.
Empfohlene Nutzenformate. 
Hinweise zur Ermittlung preiswerter 
Leiterplattenformate.

Verifikation

Bewertung der finalen Prüfbarkeit 
von Leiterplatten.
Durch automatische Prüfungen 
nicht detektierbare Mängel auf 
Leiterplatten.
Der Einfluß qualitativer Fehler auf 
die langfristige Zuverlässigkeit von 
Baugruppen. 

Nutzengestaltung

Geometrische Anforderungen an die 
Bestückbarkeit von Leiterplatten-
nutzen.
Strategien für die Gestaltung von 
Bestückungsnutzen für starre und 
starrflexible Leiterplatten respektive 
Baugruppen. 
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Funktionsbewertung

Baugruppen- und Fehlerbewertung.
Einstufung der Qualität und Zuver-
lässigkeit einer elektronischen Bau-
gruppe.
Anforderungen an elektronische
Geräte. Inspektionskriterien für die 
Funktion von Leiterplatten und Bau-
gruppen.

Designvorgaben

Richtlinien für das CAD-Design.
Paßmarken und Lötstopplack. 
Design for Rework. Empfehlungen 
für die Anordnung von Bauteilen. 
Der bestückungsgerechte Einsatz 
von Durchkontaktierungen. 
Wärmebelastung und -minimierung 
durch den Einsatz von Wärmefallen.

Verifikation

Analyseverfahren und Untersuch-
ungsmethodik. Bleifreie Lötstellen.
Laufende Qualitätskontrollen.
AOI-Inspizierbarkeit. Voids.
Verfügbare Prüfmethoden.
Grenzen und Möglichkeiten.
Bewertung von Fehlerbilder. 
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Lotpastengeometrien

Geeignete technische Lötverfahren 
für die Bestückung von Finepitch-
Bauteilen.
Zusammenhänge zwischen den 
Vorgaben aus der CAD-Bibliothek 
und der zu wählenden Korngröße 
für die einzusetzende Lotpaste.

Lotpastenvolumen

Berechnungsmodelle für die aufzu-
bringenden Lotpastenvolumina auf 
einer Lötfläche.
Bewertung der Lötqualität und Vor-
gaben für eine systematische Be-
urteilung von Lötprofilen und Löt-
ergebnissen.

Schablonendruck

Lotpastenapplikation und Lotpasten-
varianten. Lotpasteninspektion.
Flußmittel, Auftragsverfahren und 
Lotpastenschablonen. Druckpara-
meter.
Berechnungsmodelle für das Aus-
lösen von Lotpaste. Geometrien im 
Padstack der CAD-Bibliothek.
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Ihr Referent

Helge Schimanski

Studium Physikalische Technik an der FH 
Wedel
Abschluss 1991: Dipl.-Ing (FH) Physikalische 
Technik

Berufliche Tätigkeiten:

Mai 1991 – April 1998: CEM GmbH:

Prozesstechnik (Drucken, Bestücken, Löten elektronischer Baugruppen).
Baugruppen- und Leiterplattenbewertung.
Projektleitung bei der Bearbeitung von Entwicklungs- und Untersuch-
ungsdienstleistungen für Industriekunden.

Seit Mai 1998: Fraunhofer ISIT,  Abteilung Modulintegration mit den 
Schwerpunkten :

Leitung des ISIT-Applikationszentrums für innovative Baugruppen-
fertigung und des ISIT-Rework Centers.
Einwerbung und Projektleitung von öffentlichen Forschungsprojekten.
Einwerbung und Projektleitung von bilateralen Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekten für Industriekunden.

Leitung der ISIT-Seminaraktivitäten, InHouse-Schulungen und prak-
tischen Trainings (Baugruppenfertigung, Prozeßtechnik, manuelles 
Löten, Rework, u.a.). Prozessberatung.

Mitglied im ZVEI Ad-hoc Arbeitskreis "Repair/Rework", Arbeitskreis 
"Zuverlässigkeit von Leiterplatten", FED-Arbeitskreis "Baugruppe", 
"Hamburger Lötzirkel", VDE/VDI Arbeitskreis "Prüftechniken in der 
Elektronikproduktion".
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Ihr Referent Arnold Wiemers Seit 1980 selbstständig als 
Softwareentwickler für die Kalkulation, den 
Fertigungsablauf und die Fertigungsleitsteue-
rung von Leiterplatten.

Ab 1983 angestellter Geschäftsführer für den
Fachbereich CAD der ILFA GmbH, Aufbau 
der  CAM in den 1990er Jahren und ab 2000 
Technologieberatung für komplexe Leiter-
platten.

Seit 2009 Mitinhaber und Technischer 
Direktor der LA-LeiterplattenAkademie 
GmbH mit Sitz in Berlin.

Diverse Fachveröffentlichungen. Referent für Seminare, Konferenzvor-
träge und Workshops zum Thema Leiterplattentechnologie (MFT, MPS, 
Impedanz, Multilayersysteme, Designregeln, Gerber, LP2010).
Mitarbeit am Schulungskonzept der entsprechenden Fachverbände.
Vom IPC zertifizierter CID, CID+, CIS 6012, Tutor und Trainer. ZED.
Aktives Mitglied im AK-Design des ZVEI.
Förderung der Ausbildung an Berufs-, Fach- und Hochschulen. 

Die LeiterplattenAkademie
Die Sicherung des Standortes Deutschland in Europa und der Erhalt der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit setzt sowohl die systematische als 
auch die kontinuierliche Qualifikation der Mitarbeiter/innen eines Unter-
nehmens voraus.

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer Industriegesellschaft und ihre 
technologische Kompetenz am Weltmarkt wird (auch) durch die Qualität 
ihrer Elektronikprodukte bestimmt. 

Das erfordert eine fachlich hochwertige Aus- und Weiterbildung.

Die zentrale Aufgabe der LeiterplattenAkademie ist, das Fachwissen aus 
den Bereichen der Schaltungsentwicklung, des CAD-Designs, der CAM-
Bearbeitung, der Leiterplattentechnologie und der Baugruppenproduktion 
in Seminaren, Workshops und Tutorials zu vermitteln. 9
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Seminare und Teilnahmegebühren

Das 2-Tages-Seminar wird als freies Seminar durchgeführt, kann für 
Konferenzen gebucht werden und steht auch als InHouse-Seminar 
zur Verfügung. 

Freies Seminar

Die Durchführung liegt bei der LeiterplattenAkademie. Die Termine 
werden via Mailing, eMail, Internet oder Presseveröffentlichungen 
mitgeteilt. Die Veranstaltungsorte sind in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz. 

Präsenz-Seminar: 890,00 € zzgl. MwSt. pro Person. Enthalten sind 
ausführliche Seminarunterlagen, Teilnahmezertifikat, Mittagess sowie 
Getränke.

Online-Seminar: 810,00 € zzgl. MwSt. pro Person, Enthalten sind 
ausführliche Seminarunterlagen und das Teilnahmezertifikat.

InHouse: Unser Seminar in Ihrem Haus

Das Seminar/Tutorial wird in Kooperation mit Herrn Helge Schimanski 
vom Fraunhofer-Institut ISIT in Itzehoe durchgeführt. 

Die Schulungsgebühr beträgt 3.800,00 € als InHouse-Schulung bzw. 
2.700,00 € als Online-Training. Preise zzgl. MwSt.

Für Anfragen und Buchungen wenden Sie sich bitte an 

inhouse@leiterplattenakademie.de

Wir bieten Ihnen 15% Rabatt für InHouse-Seminare in den Monaten Juli und August.

mailto:inhouse@leiterplattenakademie.de
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Die LeiterplattenAkademie

Die LA - LeiterplattenAkademie GmbH ist eine Schulungs-
und Weiterbildungseinrichtung für die Fachbereiche  

Schaltungsentwicklung
CAD-Design
CAM-Bearbeitung
Leiterplattentechnologie
Baugruppenproduktion

Die Akademie versteht sich als Partner für öffentliche 
Einrichtungen und Unternehmen der Wirtschaft, die in 
vergleichbaren Feldern engagiert sind.

LA - LeiterplattenAkademie GmbH
Schlesische Str. 12
10997 Berlin

Telefon (030) 34 35 18 99
eMail info@leiterplattenakademie.de
Internet www.leiterplattenakademie.de

mailto:info@leiterplattenakademie.de
http://www.leiterplattenakademie.de/

